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Erfolgreicher Abschluss des

Forschungsverbunds FORELMO
Produktorientierung und lebendiges Netzwerk

Im Juni 2016 bildete die finale Begutachtung des von der Bayerischen Forschungsstiftung geférderten For-
schungsverbundes flr Elektromobilitdit (FORELMO) den Abschluss einer erfolgreichen Forschungs-
kooperation. In FORELMO stand neben den hervorragenden wissenschaftlichen Arbeiten auch die Ausbil-
dung eines lebendigen Netzwerks zwischen den wichtigen Forschungsakteuren in Bayern im Vordergrund.
Das Gutachtergremium mit Vertretern aus Industrie und Wissenschaft bewertete das Gesamtvorhaben mit
der Note ,,sehr gut”.

Das Bild zeigt FORELMO-Mitarbeiter im Testzentrum fir Elektrofahrzeuge des IISB bei Versuchen mit dem
FORELMO-Forschungsfahrzeug des Lehrstuhls fir Fahrzeugtechnik der TU Miinchen.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2
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Erfolgreicher Abschluss des
Forschungsverbunds FORELMO

Die 13 Lehrstithle, Hochschuleinrichtungen und
Firmen in FORELMO beschaftigten sich wahrend
der dreijahrigen Gesamtlaufzeit des Verbunds mit
Forschungsthemen in den Bereichen Elektromotor,
Energiespeicher und leistungselektronische Schliis-
selkomponenten. Ziel war es dabei, mit innovati-
ven Lésungen die Sicherheit, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit des elektrischen Antriebsstrangs zu
optimieren — immer mit dem Blick auf die spéatere
wirtschaftliche Umsetzung in Produkten der baye-
rischen Industriepartner.

So wurde beispielsweise im Themenbereich Elektromo-
toren eine fremderregte Synchronmaschine mit indukti-
ver und somit kontaktloser Energietbertragung in den
Rotor realisiert. Damit kann kunftig der Ublicherweise
eingesetzte verschleiBbehaftete Schleifring vermieden
werden — ein Plus flr Sicherheit und Zuverlassigkeit.

Auch die Weiterentwicklung von Batteriesystemen war
eine zentrale Fragestellung in FORELMO. Ausgehend
von der Verbesserung der Grundmaterialien und der
Herstellung von Lithium-lonen-Zellen Uber die Konzept-
auslegung und Montage von Batteriepacks bis hin zu
neuartigen Algorithmen fir Batteriemanagementsyste-
me bearbeiteten die Forscher ein breites Spektrum an
Aufgaben. Ein weiteres Thema war die Materialoptimie-
rung fur Folienkondensatoren, die ein zentraler Bestand-
teil von leistungselektronischen Systemen fir Elektro-
fahrzeuge sind.

Seine Forschungsergebnisse prasentierte  FORELMO
regelmaBig mit einem eigenen Stand auf der jahrlich im
Raum Minchen stattfindenden ,Conference on Future
Automotive Technology” (CoFAT), die sich zum indust-
riellen und wissenschaftlichen Branchentreff fir die
Elektromobilitat entwickelt hat.

Das Fraunhofer [ISB fungierte als Koordinator von
FORELMO. Weitere Forschungspartner waren die Lehr-
stihle fir Fahrzeugtechnik sowie fir Elektrische Ener-
giespeichertechnik der TU Muinchen, die Technische
Hochschule Nirnberg und das Technologiezentrum
Energie der Hochschule Landshut. Der Kreis der Indust-
riepartner bestand aus der Johnson Matthey Battery
Materials GmbH, der EPCOS AG, der FMS Systemtech-
nik GmbH, der IAV GmbH, der Infineon Technologies
AG, der LION Smart GmbH, der 3DS GmbH und der
TUV SUD Battery Testing GmbH. Der Cluster Leistungs-
elektronik stand dem Verbund beratend zur Seite.

Weitere Informationen: www.forelmo.de

20 Jahre ,International
Conference on Semiconductor
Processes and Devices”

20 Jahre nach ihrer erstmaligen Durchfiihrung
organisierte das IISB vom 6. bis 8. September in
Niirnberg die ,2016 International Conference on
Simulation of Semiconductor Processes and
Devices” (SISPAD 2016). Die SISPAD bietet ein in-
ternationales Forum fiir die Prasentation und Dis-
kussion neuester Forschungsergebnisse auf dem
Gebiet der Simulation von Halbleiterprozessen und
-bauelementen.

Die erste SISPAD fand 1996 in Tokio statt. Im Jahr zuvor
organisierte das IISB in Erlangen bereits die SISDEP, eine
der drei Vorganger-Konferenzen der SISPAD (gemein-
sam mit der NUPAD und der VPAD). Die wissenschaftli-
che Leitung der diesjahrigen SISPAD lag in den Handen
von Dr. Jurgen Lorenz (Conference Chair) und Dr. Peter
Pichler (Conference Co-Chair) vom IISB.

Dr. Jirgen Lorenz vom IISB (links am Rednerpult) bei der
Eréffnung der Konferenz im Richard-Wagner-Saal des Le
Meridien Grand Hotels in Nirnberg. Bild: Anette Kradisch /
IISB
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Prof. Siegfried Selberherr (TU Wien) bei seiner Ansprache im
Rahmen des Konferenzdinners. Bild: Anette Kradisch / IISB

Die Organisatoren freuten sich, am Konferenzort, dem
Le Meridien Grand Hotel in Nurnberg, knapp 150 Teil-
nehmer aus Europa, Amerika und Asien begriBen zu
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durfen. Das wissenschaftliche Programm bestand aus 7
eingeladenen Vortragen sowie aus 64 Vortragen und 20
Posterbeitragen, die auf der Basis von 138 eingereichten
Abstracts ausgewahlt wurden. Im Rahmen des Konfe-
renzdinners hielt Prof. Siegfried Selberherr (TU Wien)
vom SISPAD Honorary Committee eine Tischrede, in der
er auf die Entwicklung der Konferenz zurickblickte und
Perspektiven fur die Zukunft beleuchtete. Am Vortag
der Konferenz fanden bereits drei Workshops zu aus-
gewahlten Themen aus dem Gebiet der Simulation mit
insgesamt mehr als 60 Teilnehmern statt.

Hohepunkte des Beiprogramms der SISPAD 2016 waren
der Konferenzempfang im Germanischen Nationalmu-
seum mit Kurzfihrungen zu kulturgeschichtlichen The-
men und Exponaten des Museums sowie das Konfe-
renzdinner im Historischen Rathaussaal in Nurnberg.

Weitere Informationen zur SISPAD 2016 und zur SISPAD
im Allgemeinen finden Sie unter www.sispad2016.org.

Erfolgreicher Abschluss des
Projekts SUPERTHEME

Was haben Gewiirze in der Kiiche und sogenannte
Dotieratome in der Nanoelektronik gemeinsam?
Die richtige Dosis ist entscheidend - sowohl fiir ein
wohlschmeckendes Essen als auch fiir eine funkti-
onsfahige Schaltung mit mehr als einer Milliarde
Transistoren. So wie eine Chilischote zu viel das
Essen verderben kann, gefdhrdet ein liberzahliges
Dotieratom die Funktionsfdhigkeit eines Compu-
terchips. Wie man Letzteres verhindern kann, un-
tersuchten Forscher in dem vom IISB koordinierten
EU-Projekt SUPERTHEME, das 2016 mit der finalen
Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Dass elektronische Gerate wie beispielsweise Smartpho-
nes funktionieren, ist unter anderem einer ausgefeilten
Optimierung der Herstellungsprozesse fiir die Chips zu
verdanken. Variationen in diesen Prozessen kénnen sich
kritisch auf die Funktion der Chips auswirken. Simulati-
onsprogramme bieten die Maoglichkeit, solche Effekte
am Computer zu studieren, bevor die Herstellungspro-
zesse in der Fertigung umgesetzt werden. Da die Struk-
turen auf Computerchips mittlerweile Abmessungen im
Nanometerbereich haben, sind besondere Effekte bei
der Simulation zu berlcksichtigen. Nur hochentwickelte
Simulationsprogramme kénnen dies leisten.

Ein solches System von Simulationsprogrammen wurde
im Projekt SUPERTHEME (, Circuit Stability Under Pro-
cess Variability and Electro-Thermal-Mechanical Coup-
ling”, auf Deutsch ,Stabilitdt von Schaltungen in Ab-
hangigkeit von Prozess-Variationen und elektrisch-
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thermisch-mechanischer Kopplung) entwickelt und an-
gewandt. Das Projekt mit einer Laufzeit von Oktober
2012 bis Dezember 2015 wurde von der Europaischen
Kommission im Siebten Rahmenprogramm geférdert.
Im Projekt ist es den Wissenschaftlern erstmalig gelun-
gen, den kombinierten Einfluss von  Prozess-
Schwankungen bei verschiedenen Schritten in der Ferti-
gungskette mittels Simulationen vorherzusagen. Der
Industrie wird damit ein Werkzeug an die Hand gege-
ben, um ihre Prozesse und Schaltungen zu optimieren
und somit die Funktionstlichtigkeit der hergestellten
Chips sicherzustellen. Anwenden kann man die Simula-
tionsverfahren auf verschiedene Arten von Chips, bei-
spielsweise flr Smartphones und Sensorapplikationen.

Ein Teil der entwickelten Simulationsmodule wird bereits
durch das schottische Softwarehaus ,Gold Standard
Simulations” (GSS), einem der Projektpartner in
SUPERTHEME, kommerziell angeboten. Der Erfolg des
vom |ISB koordinierten Projekts ist nicht zuletzt der Ex-
pertise des Konsortiums zu verdanken, das aus fUhren-
den europaischen Forschungseinrichtungen und Firmen
mit komplementarer Expertise bestand: Fraunhofer IISB
(Koordinator), Fraunhofer IIS/EAS, ams AG (Osterreich),
Gold Standard Simulations (GroBbritannien), University
of Glasgow (GroBbritannien), Technische Universitat
Wien (Osterreich), ASML Netherlands B.V. (Niederlande),
Excico France (Frankreich), HQ-Dielectrics GmbH
(Deutschland), IBS (Frankreich), LASSE (Frankreich).

Weitere Informationen: www.supertheme.eu
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Beispiel fiir die simulationsgestiitzte Untersuchung des Ein-
flusses von Prozess-Schwankungen: Abhéangigkeit der Struk-
turabmessung CD (z.B. eines Transistors) von den Parametern
des Lithographie-Prozesses (Fokus und Beleuchtungsdosis,
letztere entspricht im Bild der aufgetragenen GréBe
. Threshold”), der zur Strukturierung eingesetzt wird



Nirnberg erhalt Lehrstuhl fur
Elektrische Energietechnik

Am 1. September hat Prof. Martin Marz die Lei-
tung des neuen Lehrstuhls fiir Elektrische Energie-
technik (LEE) der Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Niirnberg (FAU) {ibernommen. Der Lehr-
stuhl ist Teil des Energie Campus Niirnberg (EnCN)
auf dem ehemaligen AEG-Geldnde in der Fiirther
StraBe - und der erste Lehrstuhl, der aus dem
EnCN heraus entstanden ist.

Im Fokus der Forschung am neuen Lehrstuhl steht Leis-
tungselektronik fir die elektrische Energieversorgung in
stationaren und mobilen Anwendungen. Dazu gehdren
neben dezentralen elektrischen Stromnetzen - bei-
spielsweise flr Blrogebdude und Industrieanlagen -
auch die Bordnetze von Elektrofahrzeugen, Bahnen und
Flugzeugen.

Einen Forschungsschwerpunkt des LEE bildet die Schal-
tungs- und Systemtechnik fir Leistungselektronik im
hoheren Spannungs- und Leistungsbereich, d.h. bis zu
einigen zehn Kilovolt und einigen zehn Megawatt. Be-
sonders groBe Potenziale — aber auch Herausforderun-
gen — liegen dabei im Einsatz der erst seit Kurzem ver-
flgbaren Leistungshalbleiterbauelemente auf der Basis
von Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Auch Fragen der
Verflgbarkeit, Robustheit und Zuverlassigkeit auf Sys-
temebene spielen eine groBe Rolle, ebenso wie Aspekte
der Volumen-, Gewichts- und Kostenreduzierung.

Martin Marz arbeitete nach dem Studium der Elektro-
technik und der Promotion an der Universitat Erlangen-
NUrnberg funf Jahre im Unternehmensbereich Halbleiter
der Siemens AG, spater Infineon Technologies AG. Im
Jahr 2000 wechselte er zum Fraunhofer lISB, wo er die
Abteilung , Leistungselektronische Systeme” aufbaute,
die zum gréBten Standbein des Instituts wurde und
mafBgeblich zum Wachstum des Instituts beigetragen
hat. Mittlerweile sind die Aktivitaten auf dem Gebiet der
Leistungselektronik am 1ISB auf mehrere Abteilungen
angewachsen. Martin Méarz wird auch kinftig die Abtei-
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lung Energieelektronik des IISB leiten und Ubergreifend
den Geschéftsbereich Leistungselektronische Systeme
des IISB betreuen.

Prof. Lothar Frey, Institutsleiter des IISB und Inhaber des
Lehrstuhls flr Elektronische Bauelemente (LEB) an der
FAU, beglickwinscht seinen langjahrigen Kollegen:
. Mit Martin Marz bekommt der Lehrstuhl fur Elektrische
Energietechnik einen Leiter, der sich mit viel Leiden-
schaft und groBer Kompetenz fir die Forschung und
Ausbildung in der Elektronik engagiert. Mit ihren Arbei-
ten werden er und sein Team dazu beitragen, wichtige
technologische Losungen fur die Energieversorgung und
Mobilitdt der Zukunft zu entwickeln. Auch wird sich die
seit Grindung des Instituts bestehende enge Zusam-
menarbeit von FAU und Fraunhofer IISB in Erlangen und
der Metropolregion NUrnberg weiter intensivieren. Ich
freue mich schon sehr auf unsere weiteren gemeinsa-
men Arbeiten.”

Weitere Informationen zum LEE finden Sie unter
www.lee.tf.fau.de.

Personliche Nachrichten

Am 15. August 2016 verstarb plétzlich und unerwartet
Herr Dipl.-Phys. Martin Schafer, Mitarbeiter im Bereich
IT des Fraunhofer IISB, im 58. Lebensjahr.

Martin Schafer studierte Physik an der Universitat Wirz-
burg und begann seine Tatigkeit am Fraunhofer IISB
1989 als Mitarbeiter in der Abteilung Simulation. Spater
wechselte er in den Bereich IT des Instituts, dem er bis
zuletzt angehorte.

Mit Martin Schafer verlieren die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Fraunhofer IISB einen hochgeschatzten
Kollegen und Freund, der von den Anfangszeiten des
Instituts an Uber viele Jahre mit groBBem Engagement
zum Aufbau des Bereichs IT und des Instituts beigetra-
gen hat. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.

WEITERE INFORMATIONEN

Fraunhofer-Institut fir Integrierte Systeme und
Bauelementetechnologie 1ISB

SchottkystraBe 10, 91058 Erlangen

Tel. 09131 761-0, www.iisb.fraunhofer.de, info@iisb.fraunhofer.de

Forderkreis fiir die Mikroelektronik e.V.

Kontakt: IHK Nirnberg fir Mittelfranken, Dipl.-Ing. (FH) Richard Drr
Tel. 0911 1335-0, www.foerderkreis-mikroelektronik.de
richard.duerr@nuernberg.ihk.de
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